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(54)发明名称

一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴

(57)摘要

本发明公开了一种防止磨脚跟和掉跟的后

跟贴，包括后跟贴本体，所述后跟贴本体的上下

表面分别设有卡位面和黏胶固定面，所述卡位面

包括呈阶梯式升序排列的针刺阵，针刺阵与后跟

贴本体呈倾斜角度，针刺阵包括低针刺阵、中针

刺阵和高针刺阵，所述后跟贴本体的下端部构型

与人体脚后跟构型相配合设置。本发明属于后跟

贴技术领域，具体是提供了一种实用性高、使用

便捷、适配度高、舒适性强、真正实现适配于各种

鞋型和各种脚型、全面解决鞋体磨脚和不跟脚等

问题的后跟贴。
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1.一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，包括后跟贴本体，其特征在于：所述后跟贴本体的

上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面，所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵，针

刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度，针刺阵包括低针刺阵、中针刺阵和高针刺阵，所述后跟贴本

体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置；

所述针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置，所述针刺阵与后跟贴本体的倾斜角度为0‑

90°；

所述后跟贴本体的厚度为1‑6mm，所述低针刺阵中针刺的长度为1  .5mm，所述高针刺阵

中针刺的长度为3.5mm；

所述针刺阵中的针刺呈圆柱体设置，针刺中上部设有切面，针刺的末端设有吸盘；

所述后跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置；

所述高针刺阵中的针刺上侧壁设有凹槽；

所述卡位面上设有斜撑。

2.根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，其特征在于：所述黏胶固定

面为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。

3.根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，其特征在于：所述黏胶固定

面上设有离型纸层。

4.根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，其特征在于：所述后跟贴本

体为柔软材质制成，柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料。
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一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴

技术领域

[0001] 本发明属于后跟贴技术领域，具体是指一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴。

背景技术

[0002] 现代社会，人们对生活品质的追求越来越高，对穿着脚部的鞋体的舒适度也有了

更高要求。由于鞋体都是大批量按照同样尺寸规格，相同工艺制成，而人的脚形却千差万别

各不相同，因此买的鞋体也难免保证符合所有人的脚型。特别是女士在穿高跟鞋时，高跟鞋

的后跟处经常会留下空隙，造成脚经常会脱离高跟鞋，鞋体容易掉落。即使没有掉落，也会

造成脚后跟与鞋体之间不断摩擦，上述会对脚后跟造成损伤，并且影响脚部穿着鞋体的舒

适度。在后跟处垫上布条或卫生纸等方式虽可起到一定作用，但布条和卫生纸没有固定，在

走动的过程中反复摩擦容易脱出，上述方法仅可作为临时应急之用。

[0003] 目前现有技术也有关于后跟贴的相关报道，后跟贴是一种底部具有特制的软胶，

并可牢固地粘在鞋底上，既能保持良好地形状，又不会损伤鞋体的一种后跟贴。目前的后跟

贴，结构一般是包括底层、设置在底层上的棉层、位于棉层上的粘胶层，以及覆盖在粘胶层

上的离型纸，此种结构的后跟贴使用时，剥离离型纸，将粘胶层的一面与鞋体后脚跟位置相

贴即可。但是上述后跟贴结构及市面通用后跟贴，接触脚皮肤面是平面或者按摩面，没有设

计卡位面，平面或按摩面只是通过本体的厚度粘在鞋跟处，起到缩小鞋体内部尺码的作用，

并未涉及如何较好的利用后跟贴接触面达到固定脚后跟的目的和效果。另外，后跟贴普遍

存在功能性单一，仅适合高跟鞋使用，或者仅适合脚瘦的使用，使用过程中，适配度不加，舒

适性不强，使用后同样存在小程度上的磨脚、鞋子不跟脚等问题。

发明内容

[0004] 为解决上述现有难题，本发明提供了一种实用性高、使用便捷、适配度高、舒适性

强、真正实现适配于各种鞋型和各种脚型、全面解决鞋体磨脚和不跟脚等问题的后跟贴。

[0005] 本发明采取的技术方案如下：本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，包括后跟贴本

体，所述后跟贴本体的上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面，所述卡位面包括呈阶梯式

升序排列的针刺阵，针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度，针刺阵包括低针刺阵、中针刺阵和高

针刺阵，所述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置。

[0006] 本方案呈阶梯式升序排列的针刺阵使得本发明后跟贴的卡位面与人脚后跟的曲

面完美贴合，目的在于脚后跟部和鞋体即将脱落时将鞋体卡住，有效防止不掉跟。

[0007] 卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵，后跟贴自下而上分低针刺阵、中针刺阵

和高针刺阵，最下层的低针刺阵中针刺高度较矮，最高层的高针刺阵中针刺最高，形成坡

度，上述设计原理是脚跟贴和鞋子接触的紧密程度与高针刺阵触疏远有关，这样与脚形成

互补，达到防掉跟防不跟脚效果。

[0008] 进一步地，所述针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置，所述针刺阵与后跟贴本体的

倾斜角度为0‑90°。针刺阵及其针刺的角度是本方案设计的重点，针刺阵中针刺向下倾斜0‑
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90°之间，上述范围有两大作用，一是穿鞋的时候可直接顺势将针刺部分压下去，当脱鞋时，

针刺阵中的针刺对鞋面施以反作用力，使得本发明后跟贴穿脱方便；二是穿着时针刺与鞋

面摩擦力大，当掉跟现象可能发生时，针刺受到脱鞋力，并结合材料本身材质的韧性形成反

作用力，这样真正有效避免了掉跟与不跟脚现象的发生。

[0009] 作为优选地，所述后跟贴本体的厚度为1‑6mm。

[0010] 作为优选地，所述低针刺阵中针刺的长度为1.5mm，所述高针刺阵中针刺的长度为

3.5mm。

[0011] 进一步地，所述针刺阵中的针刺呈圆柱体设置，针刺中上部设有切面，针刺的末端

设有吸盘。针刺阵中的针刺结构部分，针刺正常是圆柱体，将圆柱体中上部位做切面处理，

切面接触脚皮肤面积更大，吸附效果更好，圆柱体末端设计小吸盘结构，目的也是扩大接触

面积，使用时不掉跟不磨脚。

[0012] 作为优选地，所述后跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置，弧度

适配于人常规通用脚型，与人体脚后跟构型相适配。

[0013] 进一步地，所述高针刺阵中的针刺上侧壁设有凹槽。目的在于脚后跟部和鞋体即

将脱落时将鞋体卡住，有效防止不掉跟。

[0014] 进一步地，所述卡位面上设有斜撑。优选地，斜撑设于高针刺阵的中部位置，斜撑

优选为柔软材质制成，斜撑呈斜向下的角度设置，斜撑的作用也是进一步的实现在脚后跟

部和鞋体即将脱落时将鞋体卡住，有效防止不掉跟。

[0015] 进一步地，所述黏胶固定面为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。

[0016] 进一步地，所述黏胶固定面上设有离型纸层。

[0017] 作为优选地，所述后跟贴本体为柔软材质制成，柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料，

有效避免磨脚。

[0018] 采用上述结构本发明取得的有益效果如下：本方案防止磨脚跟和掉跟的后跟贴结

构设计合理，使用便捷，适配度高，舒适性强，能够真正意义上实现适配于各种鞋型和各种

脚型，鞋型包括春夏秋冬的各款鞋体，例如但不限于皮鞋、高跟鞋、运动鞋、休闲鞋，各种脚

型主要包括胖形脚和瘦形脚，本发明能够全面解决鞋体磨脚和不跟脚等问题。经试用，客户

满意度高，具备广泛的市场推广价值。

附图说明

[0019] 图1为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴结构示意图；

[0020] 图2为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴无斜撑状态的结构示意图；

[0021] 图3为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴的高针刺阵中针刺结构示意图；

[0022] 图4为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴反面结构示意图。

[0023] 其中，1、黏胶固定面，2、低针刺阵，3、中针刺阵，4、高针刺阵，5、切面，6、吸盘，7、凹

槽，8、斜撑。

具体实施方式

[0024] 下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明，本发明所述的技术

特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。以下结合附图，对本发明
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做进一步详细说明。

[0025] 如图1和2所示，本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，包括后跟贴本体，所述后跟贴

本体的上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面1，所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针

刺阵，针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度，针刺阵包括低针刺阵2、中针刺阵3和高针刺阵4，所

述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置。

[0026] 其中，针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置，针刺阵与后跟贴本体的倾斜角度为0‑

90°。后跟贴本体的厚度为1‑6mm，低针刺阵中针刺的长度为1.5mm，高针刺阵中针刺的长度

为3.5mm。针刺阵中的针刺呈圆柱体设置，针刺中上部设有切面5，针刺的末端设有吸盘6。后

跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置。高针刺阵4中的针刺上侧壁设有凹

槽7。卡位面上设有斜撑8。黏胶固定面1为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。黏胶固定面

1上设有离型纸层。后跟贴本体为柔软材质制成，柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料。

[0027] 具体使用时，将黏胶固定面1贴于脚后跟磨脚或者不跟脚的适配位置，穿鞋的时候

可直接顺势将针刺部分压下去，当脱鞋时，针刺阵中的针刺对鞋面施以反作用力，穿脱方

便。本方案型防止磨脚跟和掉跟的后跟贴，穿着时针刺与鞋面摩擦力大，当掉跟现象可能发

生时，针刺受到脱鞋力，并结合材料本身材质的韧性形成反作用力，这样真正有效避免了掉

跟与不跟脚现象的发生。

[0028] 以上对本发明及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也

只是本发明的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术

人员受其启示，在不脱离本发明创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相

似的结构方式及实施例，均应属于本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3

图4
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